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摘要(译)

本发明一般涉及高频压电晶体复合物，器件及其制造方法。在自适应实
施例中，涉及成像换能器组件的高频（> 20MHz）应用的改进的成像装
置，特别是医学成像装置或距离成像装置耦合到信号成像处理器。另
外，所提出的发明提出了一种用于基于光刻的微机械压电晶体复合材料
的系统及其用途，从而改善了性能参数。
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